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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　型の図面情報から袋形状部分を抽出する第１の抽出手段と、
　前記袋形状部分から熱がにげにくい箇所を抽出する第２の抽出手段
　を有し、
　前記第２の抽出手段は、前記袋形状部分の断面積と隣接面の面積、又は、前記袋形状部
分の断面積と該袋形状部分の体積を用いて算出された係数に基づいて、熱がにげにくい箇
所を抽出する、
　情報処理装置。
【請求項２】
　前記第１の抽出手段は、底面と隣接する隣接面が平面であるか否かによって袋形状部分
を抽出する処理について異なる処理を行う、
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記第１の抽出手段は、隣接面が平面である場合は、底面と隣接面との角度が１８０度
未満又は以下である面を底面として抽出し、該底面と該隣接面によって構成される部分を
前記袋形状部分として抽出する、
　請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記第１の抽出手段は、隣接面が平面でない場合は、底面と隣接面との境界上の点と底
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面とは反対方向にある該隣接面の境界上の点との距離を用いて、袋形状部分を抽出する、
　請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記断面積として、前記袋形状部分の予め定められた高さにおいて、抜き方向に対し垂
直な断面の面積とする、
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記第２の抽出手段による処理結果として、熱がにげにくい箇所又は成形時間を提示す
る提示手段
　をさらに有する請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記成形時間は、前記袋形状部分の断面積と隣接面の面積、又は、前記袋形状部分の断
面積と該袋形状部分の体積を用いて算出された係数を用いて算出した値である、
　請求項６に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　コンピュータを、
　型の図面情報から袋形状部分を抽出する第１の抽出手段と、
　前記袋形状部分から熱がにげにくい箇所を抽出する第２の抽出手段
　として機能させ、
　前記第２の抽出手段は、前記袋形状部分の断面積と隣接面の面積、又は、前記袋形状部
分の断面積と該袋形状部分の体積を用いて算出された係数に基づいて、熱がにげにくい箇
所を抽出する、
　情報処理プログラム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置及び情報処理プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、成形を行うキャビティの温度調整を均一に行って高精度の成形品を成
形することを課題とし、相対向して配置された固定側金型と可動側金型における少なくと
も固定側型板及び可動側型板のそれぞれに熱媒体が通る温度調節用配管を設け、温度調節
用配管を熱媒体の出入り口となる温調開口部と、固定側金型及び可動側金型に設けられて
いるキャビティの温度調節を行うキャビティ温調部とを備え、温調開口部に低熱伝導部を
設けることが開示されている。
【０００３】
　特許文献２には、金型の寸法が大きくならず、かつ操作が複雑となることなくスプール
とランナーとの交錯部を成形品よりも早く冷却し、これにより、成形品取り出しの際スプ
ール部とランナー部との間が分離せず、安定した成形を行うことを目的とし、射出成型用
金型のスプールとランナーとの交錯する交錯部周囲のスプールプッシュ及び金型ベースに
高い熱伝導率を有する伝熱体を配設することが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０００－１９０３７１号公報
【特許文献２】特開平０４－３３４４１９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　型を用いて製品を生産する場合、熱のにげにくい箇所があると成形に時間がかかること
になる。
　本発明は、熱がにげにくい箇所の候補である袋形状部分を用いて、熱がにげにくい箇所
を抽出することができる情報処理装置及び情報処理プログラムを提供することを目的とし
ている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　かかる目的を達成するための本発明の要旨とするところは、次の各項の発明に存する。
なお、以下の「請求項」とあるのは、出願当初の請求項である。
　請求項１の発明は、型の図面情報から袋形状部分を抽出する第１の抽出手段と、前記袋
形状部分から熱がにげにくい箇所を抽出する第２の抽出手段を有する情報処理装置である
。
 
【０００７】
　請求項２の発明は、前記第１の抽出手段は、底面と隣接する隣接面が平面であるか否か
によって異なる処理を行う、請求項１に記載の情報処理装置である。
【０００８】
　請求項３の発明は、前記第１の抽出手段は、隣接面が平面である場合は、底面と隣接面
との角度が１８０度未満又は以下である面を底面として抽出し、該底面と該隣接面によっ
て構成される部分を前記袋形状部分として抽出する、請求項２に記載の情報処理装置であ
る。
【０００９】
　請求項４の発明は、前記第１の抽出手段は、隣接面が平面でない場合は、底面と隣接面
との境界上の点と底面とは反対方向にある該隣接面の境界上の点との距離を用いて、袋形
状部分を抽出する、請求項２に記載の情報処理装置である。
【００１０】
　請求項５の発明は、前記第２の抽出手段は、前記袋形状部分の断面積と隣接面の面積、
又は、前記袋形状部分の断面積と該袋形状部分の体積を用いて算出された係数に基づいて
、熱がにげにくい箇所を抽出する、請求項１に記載の情報処理装置である。
【００１１】
　請求項６の発明は、前記断面積として、前記袋形状部分の予め定められた高さにおいて
、抜き方向に対し垂直な断面の面積とする、請求項５に記載の情報処理装置である。
【００１２】
　請求項７の発明は、前記第２の抽出手段による処理結果として、熱がにげにくい箇所又
は成形時間を提示する提示手段をさらに有する請求項１に記載の情報処理装置である。
【００１３】
　請求項８の発明は、前記成形時間は、前記袋形状部分の断面積と隣接面の面積、又は、
前記袋形状部分の断面積と該袋形状部分の体積を用いて算出された係数を用いて算出した
値である、請求項７に記載の情報処理装置である。
【００１４】
　請求項９の発明は、コンピュータを、型の図面情報から袋形状部分を抽出する第１の抽
出手段と、前記袋形状部分から熱がにげにくい箇所を抽出する第２の抽出手段として機能
させるための情報処理プログラムである。
【発明の効果】
【００１５】
　請求項１の情報処理装置によれば、熱がにげにくい箇所の候補である袋形状部分を用い
て、熱がにげにくい箇所を抽出することができる。
【００１６】
　請求項２の情報処理装置によれば、底面と隣接する隣接面が平面であるか否かによって
異なる処理を行うことができる。
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【００１７】
　請求項３の情報処理装置によれば、隣接面が平面である場合の袋形状部分を抽出するこ
とができる。
【００１８】
　請求項４の情報処理装置によれば、隣接面が平面でない場合の袋形状部分を抽出するこ
とができる。
【００１９】
　請求項５の情報処理装置によれば、熱がにげにくい箇所を抽出することができる。
【００２０】
　請求項６の情報処理装置によれば、断面積として、袋形状部分の予め定められた高さに
おいて、抜き方向に対し垂直な断面の面積とすることができる。
【００２１】
　請求項７の情報処理装置によれば、熱がにげにくい箇所又は成形時間を提示することが
できる。
【００２２】
　請求項８の情報処理装置によれば、成形時間を算出することができる。
【００２３】
　請求項９の情報処理プログラムによれば、熱がにげにくい箇所の候補である袋形状部分
を用いて、熱がにげにくい箇所を抽出することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本実施の形態の構成例についての概念的なモジュール構成図である。
【図２】本実施の形態を利用したシステム構成例を示す説明図である。
【図３】本実施の形態による処理例を示す説明図である。
【図４】本実施の形態による処理例を示すフローチャートである。
【図５】本実施の形態による処理例を示すフローチャートである。
【図６】本実施の形態による処理例を示す説明図である。
【図７】本実施の形態による処理例を示す説明図である。
【図８】本実施の形態による処理例を示す説明図である。
【図９】本実施の形態による処理例を示す説明図である。
【図１０】本実施の形態による処理例を示す説明図である。
【図１１】本実施の形態による処理例を示す説明図である。
【図１２】本実施の形態を実現するコンピュータのハードウェア構成例を示すブロック図
である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、図面に基づき本発明を実現するにあたっての好適な一実施の形態の例を説明する
。
　図１は、本実施の形態の構成例についての概念的なモジュール構成図を示している。
　なお、モジュールとは、一般的に論理的に分離可能なソフトウェア（コンピュータ・プ
ログラム）、ハードウェア等の部品を指す。したがって、本実施の形態におけるモジュー
ルはコンピュータ・プログラムにおけるモジュールのことだけでなく、ハードウェア構成
におけるモジュールも指す。それゆえ、本実施の形態は、それらのモジュールとして機能
させるためのコンピュータ・プログラム（コンピュータにそれぞれの手順を実行させるた
めのプログラム、コンピュータをそれぞれの手段として機能させるためのプログラム、コ
ンピュータにそれぞれの機能を実現させるためのプログラム）、システム及び方法の説明
をも兼ねている。ただし、説明の都合上、「記憶する」、「記憶させる」、これらと同等
の文言を用いるが、これらの文言は、実施の形態がコンピュータ・プログラムの場合は、
記憶装置に記憶させる、又は記憶装置に記憶させるように制御するという意味である。ま
た、モジュールは機能に一対一に対応していてもよいが、実装においては、１モジュール
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を１プログラムで構成してもよいし、複数モジュールを１プログラムで構成してもよく、
逆に１モジュールを複数プログラムで構成してもよい。また、複数モジュールは１コンピ
ュータによって実行されてもよいし、分散又は並列環境におけるコンピュータによって１
モジュールが複数コンピュータで実行されてもよい。なお、１つのモジュールに他のモジ
ュールが含まれていてもよい。また、以下、「接続」とは物理的な接続の他、論理的な接
続（データの授受、指示、データ間の参照関係等）の場合にも用いる。「予め定められた
」とは、対象としている処理の前に定まっていることをいい、本実施の形態による処理が
始まる前はもちろんのこと、本実施の形態による処理が始まった後であっても、対象とし
ている処理の前であれば、そのときの状況・状態にしたがって、又はそれまでの状況・状
態にしたがって定まることの意を含めて用いる。「予め定められた値」が複数ある場合は
、それぞれ異なった値であってもよいし、２以上の値（もちろんのことながら、全ての値
も含む）が同じであってもよい。また、「Ａである場合、Ｂをする」という記載は、「Ａ
であるか否かを判断し、Ａであると判断した場合はＢをする」の意味で用いる。ただし、
Ａであるか否かの判断が不要である場合を除く。また、「Ａ、Ｂ、Ｃ」等のように事物を
列挙した場合は、断りがない限り例示列挙であり、その１つのみを選んでいる場合（例え
ば、Ａのみ）を含む。
　また、システム又は装置とは、複数のコンピュータ、ハードウェア、装置等がネットワ
ーク（一対一対応の通信接続を含む）等の通信手段で接続されて構成されるほか、１つの
コンピュータ、ハードウェア、装置等によって実現される場合も含まれる。「装置」と「
システム」とは、互いに同義の用語として用いる。もちろんのことながら、「システム」
には、人為的な取り決めである社会的な「仕組み」（社会システム）にすぎないものは含
まない。
　また、各モジュールによる処理毎に又はモジュール内で複数の処理を行う場合はその処
理毎に、対象となる情報を記憶装置から読み込み、その処理を行った後に、処理結果を記
憶装置に書き出すものである。したがって、処理前の記憶装置からの読み込み、処理後の
記憶装置への書き出しについては、説明を省略する場合がある。なお、ここでの記憶装置
としては、ハードディスク、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、外
部記憶媒体、通信回線を介した記憶装置、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎ
ｇ　Ｕｎｉｔ）内のレジスタ等を含んでいてもよい。
【００２６】
　本実施の形態である情報処理装置１００は、型の図面情報から熱がにげにくい箇所を抽
出するものであって、図１の例に示すように、図面情報受付モジュール１１０、袋形状部
分抽出モジュール１２０、熱ダマリ係数算出モジュール１３０、成形時間算出モジュール
１４０、提示モジュール１５０を有している。
　例えば、プラスチック部品（成形品）を製造するために、型（金型）が使用されている
。その製造工程において、そのプラスチック部品から受ける熱がにげにくく、成形サイク
ルが延びる（成形時間が長くかかる）原因となる箇所がある。この箇所を熱ダマリと称す
る。
　この熱ダマリとなる可能性が高い箇所として、袋形状部分がある。冷却する型の面が１
箇所となるためである。ただし、全ての袋形状部分が熱ダマリとなるわけではない。浅い
袋形状部分、冷却する型の面の面積が大きい場合等であるならば、成形時間も長くならな
いからである。したがって、人間が熱ダマリを検出することは困難である。
　そこで、情報処理装置１００は、型の図面情報から熱ダマリを抽出する。人が図面又は
３Ｄ形状から熱ダマリを目視で確認する場合と比べて、情報処理装置１００は、人による
作業を減少させ、人によるばらつきを削減し、熱ダマリの抽出時間の短縮を実現できる。
さらに、成形時間も提示することができるようになる。
【００２７】
　図面情報受付モジュール１１０は、袋形状部分抽出モジュール１２０と接続されている
。図面情報受付モジュール１１０は、ＣＡＤ（Ｃｏｍｐｕｔｅｒ－Ａｉｄｅｄ　Ｄｅｓｉ
ｇｎ）等の型の図面情報を受け付ける。ここで図面情報とは、３次元形状を示す情報であ
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る。図面情報を受け付けるとは、例えば、設計者等のユーザーの操作（設計作業）によっ
て生成された図面情報を受け付けること、ハードディスク（コンピュータに内蔵されてい
るものの他に、ネットワークを介して接続されているもの等を含む）等に記憶されている
図面情報を読み出すこと等が含まれる。受け付ける図面情報は、１枚の図面に関する情報
であってもよいし、複数枚の図面に関する情報であってもよい。
【００２８】
　袋形状部分抽出モジュール１２０は、図面情報受付モジュール１１０、熱ダマリ係数算
出モジュール１３０、提示モジュール１５０と接続されている。袋形状部分抽出モジュー
ル１２０は、図面情報受付モジュール１１０が受け付けた型の図面情報から袋形状部分を
抽出する。
　また、袋形状部分抽出モジュール１２０は、底面と隣接する隣接面が平面であるか否か
によって異なる処理を行うようにしてもよい。
　さらに、袋形状部分抽出モジュール１２０は、隣接面が平面である場合は、底面と隣接
面との角度が１８０度未満又は以下である面を底面として抽出し、その底面とその隣接面
によって構成される部分を袋形状部分として抽出するようにしてもよい。
　また、袋形状部分抽出モジュール１２０は、隣接面が平面でない場合は、底面と隣接面
との境界上の点と底面とは反対方向にある、その隣接面の境界上の点との距離を用いて、
袋形状部分を抽出するようにしてもよい。ここで「平面でない場合」として、例えば、曲
面である場合が該当する。
【００２９】
　熱ダマリ係数算出モジュール１３０は、袋形状部分抽出モジュール１２０、成形時間算
出モジュール１４０、提示モジュール１５０と接続されている。熱ダマリ係数算出モジュ
ール１３０は、袋形状部分抽出モジュール１２０によって抽出された袋形状部分から熱が
にげにくい箇所を抽出する。「熱がにげにくい箇所」は、「熱ダマリ」ともいわれ、熱が
こもることによって、成形に時間がかかる原因となる箇所をいう。
　また、熱ダマリ係数算出モジュール１３０は、（１）袋形状部分の断面積と隣接面の面
積、又は、（２）袋形状部分の断面積とその袋形状部分の体積を用いて算出された係数に
基づいて、熱がにげにくい箇所を抽出するようにしてもよい。ここで「係数」は、熱のに
げにくさを示す値である。「係数に基づいて」として、例えば、係数と予め定められた閾
値との比較がある。つまり、算出した係数が、予め定められた閾値より大きい又は以上で
ある場合は、その袋形状部分を熱ダマリと判断し、予め定められた閾値以下又は未満であ
る場合は、その袋形状部分を熱ダマリではないと判断する。
　また、「断面積」として、袋形状部分の予め定められた高さにおいて、抜き方向に対し
垂直な断面の面積とするようにしてもよい。「予め定められた高さ」として、例えば、そ
の袋形状部分の最小高さを用いてもよい。
【００３０】
　成形時間算出モジュール１４０は、熱ダマリ係数算出モジュール１３０、提示モジュー
ル１５０と接続されている。成形時間算出モジュール１４０は、成形時間を算出するよう
にしてもよい。ここで「成形時間」は、袋形状部分の断面積と隣接面の面積、又は、袋形
状部分の断面積と該袋形状部分の体積を用いて算出された係数を用いて算出した値として
もよい。そして、この「成形時間」は、前述の係数から算出できる。例えば、係数を変数
（パラメータ）とする式を用いるようにしてもよいし、係数と成形時間を対応させたテー
ブルを用いるようにしてもよい。
　提示モジュール１５０は、袋形状部分抽出モジュール１２０、熱ダマリ係数算出モジュ
ール１３０、成形時間算出モジュール１４０と接続されている。提示モジュール１５０は
、熱ダマリ係数算出モジュール１３０又は成形時間算出モジュール１４０による処理結果
として、熱がにげにくい箇所又は成形時間を提示するようにしてもよい。ここで「提示」
には、液晶ディスプレイ等の表示装置への表示の他に、３Ｄ（Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎｓ）映
像としての出力を含めてもよく、さらに、プリンタ等の印刷装置での印刷、スピーカー等
の音声出力装置による音声の出力、振動等を組み合わせてもよい。例えば、型を表示する
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際に、熱がにげにくい箇所を他の部分とは異なる色（例えば、赤色等）で表示してもよい
。
【００３１】
　図２は、本実施の形態を利用したシステム構成例を示す説明図である。
　ＣＡＤ装置２００Ｂは、情報処理装置１００を有している。情報処理装置１００、ＣＡ
Ｄ装置２００Ａ、ＣＡＤ装置２００Ｂ、ユーザー端末２１０Ａ、ユーザー端末２１０Ｂは
、通信回線２９０を介してそれぞれ接続されている。通信回線２９０は、無線、有線、こ
れらの組み合わせであってもよく、例えば、通信インフラとしてのインターネット、イン
トラネット等であってもよい。また、情報処理装置１００、ＣＡＤ装置２００による機能
は、クラウドサービスとして実現してもよい。
　例えば、設計者であるユーザーはユーザー端末２１０Ａを介してＣＡＤ装置２００を利
用して、型の設計図面を作成する。そして、その設計図面である図面情報は、ＣＡＤ装置
２００に記憶されている。設計グループの管理者はユーザー端末２１０Ｂを介して情報処
理装置１００を利用して、設計された型の成形時間の見積もりを行う。情報処理装置１０
０は、ＣＡＤ装置２００内の図面情報を取り出して、熱ダマリ箇所を抽出して、成形時間
の見積もりを行い、その熱ダマリ箇所、見積もり結果を管理者に提示する。
【００３２】
　図３は、本実施の形態による処理例を示す説明図である。
　図３（ａ）の例は、部品３００における熱ダマリ箇所３１０を示している。つまり、袋
形状部分であって、この例ではその袋形状部分が深いものである。
　図３（ｂ）の例は、型３５０、型３６０によって部品３００を成形する場合の断面例を
示している。この場合、部品３００の樹脂に囲まれた箇所では熱がたまりやすいので、熱
ダマリ箇所３１０となる。
【００３３】
　図４は、本実施の形態による処理例を示すフローチャートである。
　ステップＳ４０２では、図面情報受付モジュール１１０は、型の図面情報を受け付ける
。
　ステップＳ４０４では、袋形状部分抽出モジュール１２０は、袋形状部分を抽出する。
ステップＳ４０４の詳細な処理については、図５の例に示すフローチャートを用いて後述
する。
【００３４】
　ステップＳ４０６では、熱ダマリ係数算出モジュール１３０は、熱ダマリ係数を算出す
る。
　ステップＳ４０８では、「熱ダマリ係数＞閾値」であるか否かを判断し、「熱ダマリ係
数＞閾値」の場合はステップＳ４１０へ進み、それ以外の場合はステップＳ４１４へ進む
。
　ステップＳ４１０では、成形時間算出モジュール１４０は、成形時間を算出する。
【００３５】
　ステップＳ４１２では、提示モジュール１５０は、熱ダマリ箇所、成形時間を提示する
。
　ステップＳ４１４では、対象とすべき袋形状部分の処理は終了したか否かを判断し、終
了した場合は処理を終了し（ステップＳ４９９）、それ以外の場合はステップＳ４０６へ
戻る。
【００３６】
　図５は、本実施の形態による処理例を示すフローチャートである。
　ステップＳ５０２では、対象とする面を特定する。例えば、図面情報に含まれている全
ての面としてもよい。
　ステップＳ５０４では、対象面に対する隣接面はフィレット（曲面）か否かを判断し、
フィレットの場合はステップＳ５０６へ進み、それ以外の場合（平面である場合）はステ
ップＳ５１２へ進む。
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【００３７】
　ステップＳ５０６では、対象面のエッジ上の点Ａからその対象面とは反対方向にある隣
接面のエッジ上の点Ｂまでの距離αを算出する。
　ステップＳ５０８では、点Ｂから法線方向へ移動した点Ｃを設定し、点Ａから点Ｃまで
の距離βを算出する。なお、点Ｂから点Ｃまでの距離は、任意の距離でよい。
【００３８】
　ステップＳ５１０では、αとβとの関係を判断し、「α＞β」の場合はステップＳ５１
６へ進み（袋形状部分であると判断する）、「α＜β」の場合はステップＳ５２０へ進む
（袋形状部分ではないと判断する）。
　ステップＳ５１２では、対象面と隣接面との角度を算出する。
【００３９】
　ステップＳ５１４では、算出した角度は１８０度未満又は以下であるか否かを判断し、
１８０度未満又は以下の場合はステップＳ５１６へ進み（袋形状部分であると判断する）
、それ以外の場合はステップＳ５２０へ進む（袋形状部分ではないと判断する）。
　ステップＳ５１６では、対象面は底面と認識する。
【００４０】
　ステップＳ５１８では、隣接面を取得する。この時点で、底面とその隣接面を取得して
いるので、袋形状部分を特定していることになる。
　ステップＳ５２０では、対象とすべき面に対する処理は終了したか否かを判断し、終了
した場合は処理を終了し（ステップＳ５９９）、それ以外の場合はステップＳ５０２へ戻
る。
【００４１】
　図６は、本実施の形態による処理例を示す説明図である。図５の例に示したフローチャ
ートのステップＳ５０４で「Ｎｏ」となった場合の処理例を示すものである。つまり、図
６（ａ）の例に示すように、底面の隣接面が平面である場合の例を示している。
　隣接面との角度が１８０度未満又は以下である面を底面として抽出し、その底面とその
隣接面によって構成される部分を袋形状部分として抽出するものである。
　図６（ｂ）の例は、ステップＳ５１２で、型６２０の対象面６１０と隣接面６１２がな
す角度６１４を算出する。この場合、角度６１４は、２７０度であり、１８０度未満又は
以下ではないので、ステップＳ５１４で、袋形状部分ではないと判断する。いわゆる開い
ている形状であり、１つでも１８０度未満又は以下ではない部分があれば、袋形状部分で
はないと判断する。
　図６（ｃ）の例は、ステップＳ５１２で、型６６０の対象面６５０と隣接面６５２がな
す角度６５４を算出する。この場合、角度６５４は、９０度であり、１８０度未満又は以
下であるので、ステップＳ５１４で、袋形状部分であると判断する。いわゆる閉じている
形状であり、対称面と隣接面の全ての角度が１８０度未満又は以下であれば、袋形状部分
であると判断する。
【００４２】
　図７は、本実施の形態による処理例を示す説明図である。図５の例に示したフローチャ
ートのステップＳ５０４で「Ｙｅｓ」となった場合の処理例を示すものである。つまり、
図７（ａ）の例に示すように、底面の隣接面が平面ではない場合（フィレット）の例を示
している。
　底面と隣接面との境界上の点と底面とは反対方向にある該隣接面の境界上の点との距離
を用いて、袋形状部分を抽出するものである。
　図７（ｂ）の例は、ステップＳ５０６で、型７３０において、対象面７１０のエッジ上
の点７１４から、対象面７１０とは反対方向にある隣接面７１２のエッジ上の点７１６ま
での距離α７１８を算出する。ここで、「対象面７１０とは反対方向にある」とは、隣接
面７１２の辺であって、対象面７１０と隣接面７１２とが接している辺ではない辺上にあ
る点をいう。図７（ｂ）の例では、エッジ上の点７１６が該当する。
　そして、ステップＳ５０８で、エッジ上の点７１６から法線方向へ移動した法線上の点
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７２２を設定し、エッジ上の点７１４から法線上の点７２２までの距離β７２４を算出す
る。ここで、「エッジ上の点７１６から法線方向」とは、エッジ上の点７１６における法
線方向であって、型７３０ではない部分への方向をいう。
　次に、ステップＳ５１０で、距離α７１８と距離β７２４との関係は、距離α７１８＜
距離β７２４の関係にあるので、袋形状部分ではないと判断する。
【００４３】
　図７（ｃ）の例は、ステップＳ５０６で、型７７０において、対象面７５０のエッジ上
の点７５４から、対象面７５０とは反対方向にある隣接面７５２のエッジ上の点７５６ま
での距離α７５８を算出する。ここで、「対象面７５０とは反対方向にある」とは、隣接
面７５２の辺であって、対象面７５０と隣接面７５２とが接している辺ではない辺上にあ
る点をいう。図７（ｃ）の例では、エッジ上の点７５６が該当する。
　そして、ステップＳ５０８で、エッジ上の点７５６から法線方向へ移動した法線上の点
７６２を設定し、エッジ上の点７５４から法線上の点７６２までの距離β７６４を算出す
る。ここで、「エッジ上の点７５６から法線方向」とは、エッジ上の点７５６における法
線方向であって、型７７０ではない部分への方向をいう。
　次に、ステップＳ５１０で、距離α７５８と距離β７６４との関係は、距離α７５８＞
距離β７６４の関係にあるので、袋形状部分であると判断する。
　つまり、隣接面のエッジまでの距離（α）と、そのエッジから法線方向へ移動した点ま
での距離（β）を比較して、βが小さければ袋形状部分であるとしている。
【００４４】
　図８は、本実施の形態による処理例を示す説明図である。
　図５の例に示すフローチャートによる処理によって、部品８００においては、底面であ
る面８１０、面８１０に隣接しているフィレットである面８１２、面８１４、面８１６等
（図８では隠れている面がある）、そして、面８１２に隣接している面８２０等（面８１
２、面８１４、面８１６に隣接している面、図８では隠れている面がある）を取得してい
る。なお、面８１２を対象面とした場合、ステップＳ５１８で、面８２０も袋形状部分を
形成する面（面８１２が底面であり、面８２０が隣接面）として取得されることになる。
したがって、面８１０、面８１２、面８１４、面８１６、面８２０等が袋形状部分を形成
している面として取得される。これらの面の合計面積を樹脂接触面積ａとする。
【００４５】
　次に、熱ダマリ係数の算出方法について説明する。
　図９は、本実施の形態による処理例を示す説明図である。袋形状部分は、型９００にお
いて、放熱断面９１０と樹脂溶接面９２０に分かれることになる。放熱断面９１０が主に
樹脂部分を冷却することができる面となり、樹脂溶接面９２０が熱を貯める部分となる。
【００４６】
　図１０は、本実施の形態による処理例を示す説明図である。
　図１０（ａ）の例において、型１０００において、底面１０１０から袋形状部分の高さ
１０２０を計測する。図１０（ａ）の例では、高さ１０２０は１種類であるが、図１０（
ｂ）の例に示すように、高さは複数ある場合がある。
　図１０（ｂ）の例において、型１０５０において、底面１０６０から袋形状部分の高さ
１０７０、高さ１０７２を計測する。ここで比較して、最小となる高さをこの袋形状部分
の高さとする。この例では、高さ１０７２とする。
【００４７】
　図１１は、本実施の形態による処理例を示す説明図である。
　最小高さから袋形状部分を形成する面（例えば、抜き方向に対して垂直な断面）を設定
し、放熱断面（袋形状部分の断面積の一例）とする。この放熱断面の面積を放熱断面積ｂ
とする。図１１（ａ）の例では、型１０００の放熱断面１１１０であり、図１１（ｂ）の
例では、型１０５０の放熱断面１１６０である。
　熱ダマリ係数として、次の式（１）を定義する。
　　　熱ダマリ係数＝樹脂接触面積ａ／放熱断面積ｂ　　　式（１）
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　この式（１）は、熱のにげにくさを示しており、値が高いと熱がにげにくいことを示し
ている。なお、樹脂接触面積ａは、前述の袋形状部分を形成している面の合計面積であり
、底面、隣接面によって構成されている。
　また、他の式として、次の式（２）を採用してもよい。
　　　熱ダマリ係数＝袋形状部分の体積／放熱断面積ｂ　　　式（２）
　この式（２）は、熱のにげにくさを示しており、値が高いと熱がにげにくいことを示し
ている。式（１）の「樹脂接触面積ａ」を「袋形状部分の体積」としたものである。
【００４８】
　この熱ダマリ係数と予め定められた閾値とを比較して、袋形状部分が熱ダマリであるか
否かを判断する。例えば、熱ダマリ係数が予め定められた閾値より大きい又は以上である
場合は、その袋形状部分を熱ダマリと判断し、予め定められた閾値以下又は未満である場
合は、その袋形状部分を熱ダマリではないと判断する。
　そして、熱ダマリ係数を用いて、成形時間を算出する。例えば、熱ダマリ係数を変数と
する式（例えば、熱ダマリ係数に成形時間が正比例する式等）を用いてもよいし、熱ダマ
リ係数と成形時間とを対応させたテーブルを用いてもよい。
　さらに、成形時間が予め定められた閾値より大きい又は以上である場合は、成形時間を
短くするようなアドバイスを提示するようにしてもよい。例えば、樹脂接触面積を小さく
すること、袋形状部分の深さ（高さ）を浅くすること、リブを低くすること等のアドバイ
スを提示するようにしてもよい。
【００４９】
　なお、本実施の形態としてのプログラムが実行されるコンピュータのハードウェア構成
は、図１２に例示するように、一般的なコンピュータであり、具体的にはパーソナルコン
ピュータ、サーバーとなり得るコンピュータ等である。つまり、具体例として、処理部（
演算部）としてＣＰＵ１２０１を用い、記憶装置としてＲＡＭ１２０２、ＲＯＭ１２０３
、ＨＤ１２０４を用いている。ＨＤ１２０４として、例えばハードディスク、ＳＳＤ（Ｓ
ｏｌｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｄｒｉｖｅ）を用いてもよい。図面情報受付モジュール１１０、
袋形状部分抽出モジュール１２０、熱ダマリ係数算出モジュール１３０、成形時間算出モ
ジュール１４０、提示モジュール１５０等のプログラムを実行するＣＰＵ１２０１と、そ
のプログラムやデータを記憶するＲＡＭ１２０２と、本コンピュータを起動するためのプ
ログラム等が格納されているＲＯＭ１２０３と、ＣＡＤデータ等を記憶する補助記憶装置
（フラッシュ・メモリ等であってもよい）であるＨＤ１２０４と、キーボード、マウス、
タッチスクリーン、マイク、カメラ（視線検知カメラ等を含む）等に対する利用者の操作
（動作、音声、視線等を含む）に基づいてデータを受け付ける受付装置１２０６と、ＣＲ
Ｔ、液晶ディスプレイ、スピーカー等の出力装置１２０５と、ネットワークインタフェー
スカード等の通信ネットワークと接続するための通信回線インタフェース１２０７、そし
て、それらをつないでデータのやりとりをするためのバス１２０８により構成されている
。これらのコンピュータが複数台互いにネットワークによって接続されていてもよい。
【００５０】
　前述の実施の形態のうち、コンピュータ・プログラムによるものについては、本ハード
ウェア構成のシステムにソフトウェアであるコンピュータ・プログラムを読み込ませ、ソ
フトウェアとハードウェア資源とが協働して、前述の実施の形態が実現される。
　なお、図１２に示すハードウェア構成は、１つの構成例を示すものであり、本実施の形
態は、図１２に示す構成に限らず、本実施の形態において説明したモジュールを実行可能
な構成であればよい。例えば、一部のモジュールを専用のハードウェア（例えば特定用途
向け集積回路（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃ
ｉｒｃｕｉｔ：ＡＳＩＣ）等）で構成してもよく、一部のモジュールは外部のシステム内
にあり通信回線で接続している形態でもよく、さらに図１２に示すシステムが複数互いに
通信回線によって接続されていて互いに協調動作するようにしてもよい。また、特に、パ
ーソナルコンピュータの他、携帯情報通信機器（携帯電話、スマートフォン、モバイル機
器、ウェアラブルコンピュータ等を含む）、情報家電、ロボット、複写機、ファックス、
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スキャナ、プリンタ、複合機（スキャナ、プリンタ、複写機、ファックス等のいずれか２
つ以上の機能を有している画像処理装置）などに組み込まれていてもよい。
【００５１】
　なお、説明したプログラムについては、記録媒体に格納して提供してもよく、また、そ
のプログラムを通信手段によって提供してもよい。その場合、例えば、前記説明したプロ
グラムについて、「プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体」の発明
として捉えてもよい。
　「プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、プログラムのイ
ンストール、実行、プログラムの流通等のために用いられる、プログラムが記録されたコ
ンピュータで読み取り可能な記録媒体をいう。
　なお、記録媒体としては、例えば、デジタル・バーサタイル・ディスク（ＤＶＤ）であ
って、ＤＶＤフォーラムで策定された規格である「ＤＶＤ－Ｒ、ＤＶＤ－ＲＷ、ＤＶＤ－
ＲＡＭ等」、ＤＶＤ＋ＲＷで策定された規格である「ＤＶＤ＋Ｒ、ＤＶＤ＋ＲＷ等」、コ
ンパクトディスク（ＣＤ）であって、読出し専用メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）、ＣＤレコーダ
ブル（ＣＤ－Ｒ）、ＣＤリライタブル（ＣＤ－ＲＷ）等、ブルーレイ・ディスク（Ｂｌｕ
－ｒａｙ（登録商標）　Ｄｉｓｃ）、光磁気ディスク（ＭＯ）、フレキシブルディスク（
ＦＤ）、磁気テープ、ハードディスク、読出し専用メモリ（ＲＯＭ）、電気的消去及び書
換可能な読出し専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ（登録商標））、フラッシュ・メモリ、ランダ
ム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）、ＳＤ（Ｓｅｃｕｒｅ　Ｄｉｇｉｔａｌ）メモリーカー
ド等が含まれる。
　そして、前記のプログラムの全体又はその一部は、前記記録媒体に記録して保存や流通
等させてもよい。また、通信によって、例えば、ローカル・エリア・ネットワーク（ＬＡ
Ｎ）、メトロポリタン・エリア・ネットワーク（ＭＡＮ）、ワイド・エリア・ネットワー
ク（ＷＡＮ）、インターネット、イントラネット、エクストラネット等に用いられる有線
ネットワーク、又は無線通信ネットワーク、さらにこれらの組み合わせ等の伝送媒体を用
いて伝送させてもよく、また、搬送波に乗せて搬送させてもよい。
　さらに、前記のプログラムは、他のプログラムの一部分若しくは全部であってもよく、
又は別個のプログラムと共に記録媒体に記録されていてもよい。また、複数の記録媒体に
分割して記録されていてもよい。また、圧縮や暗号化等、復元可能であればどのような態
様で記録されていてもよい。
【符号の説明】
【００５２】
　１００…情報処理装置
　１１０…図面情報受付モジュール
　１２０…袋形状部分抽出モジュール
　１３０…熱ダマリ係数算出モジュール
　１４０…成形時間算出モジュール
　１５０…提示モジュール
　２００…ＣＡＤ装置
　２１０…ユーザー端末
　２９０…通信回線
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